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DisposKlf de connexion i tria falble pas et procMi de fabrication. 

@ 1-8 pr^sente invention a pour objet un dispositff de 
cSnnexion qui pennette de r^aliser des connexions d tr&s 
faible pas. 

l-e dispositif comporte une plurality de conducteurs (C) 
parall6les, fits ou rubans, chacun de ces conducteurs 6tant 
c&b\6 sur une mdme face d'un substrat (S) d ses deux ex- 
tr6mit6s (11, 12) de fafon d fbnmer une dennl-boucle. Le 
intact d e ctriq ue enfrrletxmnecteur ainsi f o r m6 et le ci r - 
cuit d connecter (C) se fait par mise en contact 6lastique 
des plots (P^ du circuit avec les conducteurs (F) du 
connecteur. 
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DISPOSITIF DE CONNEXION A TRES FAIBLE PAS 
ET PROCEDE DE FABRICATION 



5 La prSsente Invention a pour objet un disposltif de connexion 

qui permette de rSaliser des connexions d trds faibie pas. Elie a 
dgaiement pour objet un proc6d6 de fabrication de ce disposltif. 

L'augmentation actuelie du degrd d'int^gration des circuits 
10 Slectroniques et ieur miniaturisation fait naltre ie besoin, pour leur 
interconnexion, de moyens de connexion dont Ie pas entre contacts 
devient de plus en plus faibie, typiquement inf§rieur d 400 /#m. A titre 
d*exempie, ies Kerens plats couleur (plasma, cristaux liquides...) 
nScessitent des connexions au pas d'environ 1 50 //m. 
15 Les connecteurs classiques, avec broches de connexion 

s'ins6rant en force dans des contacts femeiles, sont inutilisables dans ce 
cas : en effet, de tels pas conduisent d des broclies trop fines qui ne 
supporteraient pas les effort mScaniques d'insertion dans les contacts. 
Pour ces applications haute density, on utilise en gSnSral des 
20 connecteurs constitu^s par des matSriaux ^iastomdres cliargis de 
partlcules conductrices, qui deviennent localemeni conducteurs lorsqu'ils 
sont soumis d une pression suffisante. Toutefols, la flabilltS et Ie 
vieillissement de ces structures, notamment, ne donnent pas entidre 
satisfaction. 

25 

La prSsente invention a pour objet un disposltif de connexion d 

JtrjftsJaible pas qui ne-pr6sente-pas-ces-lnconv6nients. 

A cet effet, il comporte une plurality de conducteurs 
sensiblement parall§ies, flis ou rubans, chacun de ces conducteurs 6tant 
30 cSbIS d ses deux extrdmit^s sur une m§me face d'un substrat de fapon d 
former une demi-boucie. Le contact 6lectrique entre Ie connecteur ainsi 



form§ et le circuit d connecter se fait par contact ^iastlque entre les plots 
du circuit et les conducteurs du connecteur. 

L'invention a ^gaiement pour objet un proc6d§ de fabrication 
d'un tel dispositif. 

5 

D'autres objets, particularit^s et r^sultats de {'invention 
ressortiront de la description suivante, donnde d titre d'exemple non 
limftatif et iliustr^e par les dessins annexes, qui repr^sentent : 

- la figure 1, un schema du dispositif de connexion selon 
10 l'invention ; 

- la figure 2, un mode de realisation du dispositif de connexion 
seion l'invention ; 

- les figures 3, 4a, 4b, 5 et 6, dlffSrentes yariantes de 
realisation du dispositif de corinexion selon l'invention. 

15 Sur ces diff^rentes figures, les mSnries references se rapportent 

aux mdmes elements. En outre, redielie reelle n'est pas respectee pour 
la clarte du dessin. 

La figure 1 represente done schematiquement le dispositif de 
20 connexion selon l'invention. 

Sur cette figure, on a represente, vu en coupe, un element C 
dont on veut reallser la connexion diectrique et qui comporte un 
ensemble de plots ou de pistes de connexion Pc, dont un est visible sur 
la figure. Cet element C peut dtre tout circuit ou composant eiectronique 
25 comportant des plots de connexion. Ce peut dtre par example un 6cran 

plat couieur dont le pas des plots est trSs falbl e, comme mentlonnfi plus 

haut. 

Le dispositif de connexion selon IMnvention se compose d'un 
substrat isolant S portent un ensemble de conducteurs eiectriques F, fils 
30 par exemple, dont I'un est visible sur la coupe de la figure. Cliacun des 
conducteurs F est fbce sur une m§me face du substrat d ses deux 
extremites 11 et 12, de fagon d former une demi-boucle. A titre 
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d'exemple, la demi-boucle forme une double bosse : 13 et 14. La fixation 
du conducteur F est r^alis^e par tout moyen connu, collage, soudure ou 
brasure par exemple. Le substrat S comporte encore des plots ou des 
pistes Ps, ^lectriquement conducteurs, qui proiongent chacun un 
5 conducteur F et qui sont, d cet effet relics d I'une de ses extr^mit^s (11 
sur la figure). Les conducteurs F sont sensiblement paralldles entre eux, 
de faQon d former une ou plusieurs lignes de contacts.. 

Le contact ^lectrique entre le dispositif de connexion ainsi 
forms et V6\€ment C d connecter se fait par mise en contact Slastique 

10 des plots pQ avec la ou les bosses des conducteurs F. 

De la sorte, les conducteurs C ne devant pas presenter une 
resistance m§canique 6\ev6e, ils peuvent gtre realises d I'aide de fiis trds 
fins, de 25 ;/m de diamStre par exemple, permettant ainsi de les disposer 
d un tr§s faible pas, typlquement 50 //m. De plus, les contacts obtenus 

IS sont auto-nettoyants : en effet, les glissements des conducteurs F sur les 
plots Pc du circuit C lors de la mise en place de celui-ci, permettent 
d'6liminer les Sventueiles pellicules d'oxyde nuisant d I'Stablissement 
d'un bon contact Slectrique. 

En outre il est possible d'utlliser pour les mettre en place, et 

20 c'est id I'un des avantages de I'invention, des machines de cSblage 
automatique existantes, utilisSes pour cdbler les puces semi-conductrices 
dans ieurs bottlers avec des fils dont les diamdtres vont couramment de 
1 7 d 100 /jm, d'oO un faible coQt de fabrication. 

Enfin, le substrat S peut dtre destind d ne porter que les 

25 conducteurs F et les pistes P$ qui les proiongent, formant ainsi un 
connecteur independent, ou bien le substrat S peut §tre une carte de 

~ circuit imprim§7 portarft par exemple des composants eiectroniques 
formant un circuit destine d cooperer avec I'diement C : {'invention 
permet alors de supprimer {'existence d'un connecteur independent entre 

30 (e circuit et ('e{ement C, et de reduire encore les coOts de fabrication. 



La figure 2 repr^sente un mode de realisation du dispositif de 
connexion selon i'lnventlon. 

Sur cette figure, on retrouve le substrat par exemple 
constltu§ par une carte de circuit imprimd, les conducteurs F et les pistes 
5 Ps- Cette figure, vue en perspective, iliustre I'allgnement des diff^rents 
conducteurs F, disposes sensiblement paraildlement ies uns aux autres, 
par exemple d une extr^mit^ du substrat S. Une de ieurs extr^mitSs (11) 
est connect^e respectivement d une piste Ps du substrat S. 

A titre d'exemple, les pistes sent ici form^es de trois parties, 
10 rep^r^es 21, 22, et 23. La premiere partie (21} repoit le conducteur F, la 
deuxiSme partie (22) forme une sorte d'^ventail de sorte que la troisiSme 
partie (23) des pistes Ps soient sensiblement paralldles les unes aux 
autres mais d un pas beaucoup plus grand, de sorte d faciliter les 
interconnexions ultSrleures. 

15 

La figure 3 est une vue en perspective fractionnaire d'une 

variante de realisation du dispositif selon I'lnventlon. 

Sur cette figure, on retrouve le substrat S portent un ensemble 

de pistes Ps dont une seule est representee. 
20 Selon cette variante, chacun des conducteurs F de la figure 1 

est realise d I'aide d'un ruban, repere Fi. Ce ruban est par exemple de 

section rectangulaire ; typiquement, ses dimensions peuvent 6tre de 

40;/m sur 17,5;/m. II est, comme precedemment, fixe t ses deux 

extremites sur une mdme face du substrat S de sorte d former une demi- 
25 boucle ; d titre d'exemple, la demi-boucle comporte Ici encore deux 

bosses, 13 et 14. Le ruban est en contact eiectrique avec la piste Ps par 

rim¥^de ses extremites. 

L'avantage d'utiliser un conducteur en forme de ruban est que 

ce dernier est moins susceptible qu'un fil (de section circulaire) de se 
30 deplacer lateraiement lorsque reiement C exerce une presslon sur la 

demi-boucle, evitant ainsi les risques de contact entre conducteurs F. 
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Les figures 4a et 4b reprdsentent une vue en coupe 
schSmatlque de deux autres variantes du dispositif selon I'invention. 

Sur la figure 4a, on a represents le substrat S et une piste Pq. 
Selon cette variante, le conducteur, maintenant rep§r6 F2/ est ici encore 
S realise d I'aide d'un fil ou d'un ruban mais ii est formS de telle sorte que 
la demi-boucle soit senslblement en forme de vague. 

Sur ia figure 4b, on a represents le substrat S et une piste Pq. 
Selon cette variante, le conducteur, ici repSrS F3, est constituS 
indiffSremment par un fil ou un ruban et il est formS de sorte que I'une 
10 des extrSmitSs (12, par exemple) soit retournSe : typiquement, 
TextrSmite 12 est soudSe ia premiere, le conducteur F3 Stant orients 
vers la droite de ia figure, puis le conducteur est pliS vers la gauciie et la 
deuxiSme extrSmitS (11) est fixSe sur la piste Ps. 

Ces variantes dans la forme de la demi-boucle permettent 
IS d'accroftre ia toiSrance sur la distance entre i'SISment C et le substrat S. 

La figure 5 reprSsente une autre variante du dispositif selon 
I'invention concernant la fixation des conducteurs F. 

Sur cette figure, on retrouve, vu en coupe, ie substrat S, une 
20 piste Ps et, d titre d'exempte, le conducteur en forme de double bosse 
de la figure 1. Le conducteur F est toujours reliS Slectriquement d la 
piste Ps mais ici la fixation des deux extrSmitSs du conducteur F est 
assurSe par le dSpdt d'une couche 50, de rSsine ou de coile isoiante, 
s'Stendant par exemple sur tout ie substrat entre les extrSmitSs 11 et 1 2 
25 du conducteur F 

ta figure^ 6^ reprSsente, voe^ err coapr," one amre "variime du 

dispositif selon I'invention. 

Sur cette figure, on retrouve d titre d'exemple la variante de la 
30 figure 1 mais d laquelle on a ajoutS deux petites caies 61 et 62, 

disposSes de part et d'autre des extrSmitSs 11 et 12 du conducteur F. 
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Ces cales ont pour fonction de iimiter ie mouvement de r6l6ment C en 
direction du substrat S. 

Selon Tune ou I'autre de leurs variantes, les conducteurs F du 
5 dispositif selon {'invention peuvent dtre cdbi§s indivldueilement sur Ie 
substrat S comme d§crlt plus haut ou encore dtre formes d partir d'une 
m§me plaque mdtallique, de fapon collective. Dans ce cas, les principaies 
Stapes de la fabrication sont les suivantes : 

1. D§coupe d'une plaque mStallique pour obtenir une < grille 
10 formSe du nombre voulu de rubans (F) parallSles, maintenus d leurs deux 

extrSmitSs par deux bandes continues. La dScoupe est r6a\\s6e par tous 
moyens connus, dScoupe ciiimique ou gravure. La plaque mdtallique est 
par example en cuivre-bSryllium. 

2. Mise en forme de la grille : simple ou double demi-boucle 
15 comme dScrit plus i^aut. Cette Stape est r§alis6e par exemple par 

emboutissage. 

3. Traitement de surface de la grille, destine d empicher 
I'oxydation et assurer une faible resistance de contact. II est realise par 
exemple par dSpdt d'une fine couche d'or, chimiquement ou par 

20 pulverisation cathodique. 

4. Fixation de la grille sur ie substrat aux deux extr^mitSs de 
chaque ruban, par exemple par soudage point par point par resistance. 

5. oetachage des deux bandes de maintien. 

Ce precede collectif permet notamment d 'obtenir un pas trds 
25 fin des rubans, un bon maintien de ceux*ci ainsi qu'un faible coOt de 
fabrication. 
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REVENDICATIQNS 

1. Dispositif de connexion d'un 6l6ment (C) comportant des 
plots (Pq) de connexion, le dispositif 6tant caract6ris6 par le fait qu'il 

5 comporte un substrat isolant (S) et una plurality de conducteurs (F) 
sensiblement paralidles, ciiacun des conducteurs 6tant fix§ sur une 
m§me face du substrat d ses deux extrSmit^s (11 et 12), de fagon d 
former une demi-boucle, la connexion de I'^ISment s'effectuant par 
contact 6lastique entre les plots de connexion et les conducteurs. 

10 

2. Dispositif selon la revendicatlon 1, caract§ris6 par le fait 
que les conducteurs (F) sont des fils. 

3. Dispositif selon la revendicatlon 1 , caract^risd par le fait que 
IS les conducteurs (F) sont des rubans (F|). 

4. Dispositif selon I'une des revendications pr6c§dentes, 
caract6ris§ par le fait que la demi-boucle pr^sente deux bosses (13, 14). 

20 5. Dispositif selon I'une des revendications pr6c6dentes, 

caract6ris6 par le fait que les extrdmitSs (11, 12) des conducteurs (F) 
sont noytes dans de la rdslne ou de la colle (50). 

6. Dispositif selon I'une des revendications 1 d 3, caract6ris6 
25 par le fait que la demi-boucle est en forme de vague. 

T. Dtsposmr selon Tune des revindications pr^Wntes, 
caract6ris6 par le fait que le substrat (S) comporte en outre des cales 
(61, 62), disposSes de part et d 'autre des extr6mit6s (11, 12) des 
30 conducteurs (F), iimitant le mouvement de Tdidment (C) vers le substrat 
(S).. 
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8. Dispositif seion Tune des revendications prdc^dentes, 
caract^risS par ie fait que le substrat (S) comporte en outre des pistes 
conductrices (Ps) prolongeant chacun des conducteurs (F). 

5 9. Dispositif seion I'une des revendications pr^c^dentes, 

caract6ris§ par ie fait que ie substrat (S) est une carte de circuit imprimS, 
susceptibie de porter des composants ^lectroniques. 

10. Proc§d§ de fabrication d'un dispositif seion I'une des 
10 revendications pr^cddentes, caract^rls6 par le fait qu'il comporte ies 
Stapes suivantes :. 

a. DScoupe d'une plaque m^taliique pour obtenir une grille 
form§e du nombre voulu de conducteurs (F) sensiblement parall^les, 
maintenus § ieurs deux extr^mit^s par deux bandes continues ; 
15 b. Mise en forme de la grille en demi-boucies ; 

c. Traitement de surface de la grille, destine d emp§cher 
I'oxydation et assurer une faibie resistance de contact ; 

d. Fixation de la grille sur ie substrat (S) aux deux extridmltds 
de chaque conducteur (F) ; 

20 e. O^tachage des deux bandes de malntien. 
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